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1. 底层的 C1【472/2kv(蓝色圆体)】需要躺平焊接，并点 704 胶，与主板固定在一起(下图红色标

识) 底层

顶层

2. 所有排针排母焊接，需要压到底焊接，不接受歪扭，偏差要小于 0.3mm；

3. 其他焊接要求

1) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；其他要求参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；

2) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件
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